Parametros

Articulo P0,62 P0,78 P0,93 P1,25 P1,56 P1,87
Distancia entre pixeles 0,625 mm 0,78 mm 0,9375 mm 1,25 mm 1,5625 mm 1,875 mm
Densidad de pixeles 2560000 1638400 1137778 640 000 409600 284444
Tamariio del médulo 150 x 168,75 mm
Paquete LED Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB
Resolucién del médulo (pixeles) 240 x 270 192x216 160 x 180 120x135 96x108 80x90
Disposicion de los médulos por armario 42
Dimensiones del armario 600 x 337,5x 30 mm
Peso del armario (incluido el modulo) 5,1kg
Resolucién del gabinete (pixeles) 960 x 540 768 x 432 640 x 360 480 x 270 384x216 320 x 180 H l G H L E
Mantenimiento Servicio completo frontal Qp
Copia de seguridad del sistema Asistencia 9
Balanza de blancos y brillo 500-800 cd/m2
Calibracion a nivel de pixeles Compatible
Temperatura de color 6500 K (ajustable) P t I I L E D ° t ° CO B h ° I t
Frecuencia de actualizacion 3840 Hz a n a a I n e rl O r Co n c I p C o m p e o
Angulo de vision 160° (V/H)
Uniformidad del brillo 999 %
Nivel de escala de gises 16 bits Armario de aluminio fundido a presion
Relacion de contraste 10000:1
Modo de exploracion 1/60 1/48 1/54 1/60 1/54 1/40
Voltaje de trabajo (entrada) 110-240V, 50/60 Hz
Consumo maximo/medio 500 W/m2/165-260 W/m2
Temperatura y humedad de almacenamiento -20 °C-50 °C y 35-75 %
Temperatura 'y humedgglz)e funcionamiento (HR) -20 °C-50 °C y 35-75 %
Clasificaciones IP P45
Aumento de la temperatura de la pantalla 55 ° C
Instalacion Instalacion en pared/empotrada/sobre pedestal/suspendida/apilada
Salida de sefial HDMI/VGA/DVI/DP
Certificacion RoHS/FCC/CE

Aplicaciones ideales
*Salas de juntas y auditorios
*Retail premium

*Centros comerciales
*Hoteles y recepciones corporativas
*Estudios de control y broadcasting
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Pantalla LED para interiores COB con chip completo

Armario de aluminio fundido a presion Serie HLP-MXG-COB(I)

(600%X337,5 mm)

Compatible con mantenimiento frontal completo

Tamafnos compatibles: 600*337,5 mm, 600*675 mm

Compatible con P0,62, P0O,78, P0,93, P1,25, P1,56, P1,87

Circuito catédico comun con bajo consumo de energia.

Sistema integrado 3 en 1: fuente de alimentacion, sistema de
control y tarjeta concentradora.

Superfiabilidad
Doble respaldo

(tarjeta receptora / fuente de
alimentacién)

Antioxidante

A prueba
de polvo Antiluz azul
Resistente a la Antiestatico

humedad Anticolision

Mayor relacion de

contraste
Tecnologia mini flip chip

Package Comparison.

Compound ethoxyline resin Compound ethoxyline resin

L |
/i /)

COB (regular technology)

Compound ethoxvline resin Compound ethoxvline resin
chipsel
PCB
Flip Chip COB
Tamano del panel: 600 x Tamano del panel

337,5 % 39,5 mm 600*675*39,5 mm

Vista del Vista del
panel panel



